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(57) Abstract: The invention relates to a system (100) comprising an electrically-active optical component (20) which is connected 
to a flexible electronic board (10), whereby said active optical component is intended to be aligned with an optical system (30). 
According to the invention, the electronic board consists of a flexible circuit with a high density of interconnections, known as a 
HDI flexible circuit, and the upper longitudinal face thereof comprises a metal solder area (6) which is in contact with a microwave 
transmission track of the HDI flexible circuit. Moreover, one of the faces of the aforementioned active optical component, which 
is known as the contact face (20a), comprises a metal contact pad which is aligned directly with the metal solder area (6) when 
said active optical component is turned over onto the HDI flexible circuit. The invention also relates to a piece of optoelectronic 
equipment containing one such system and to the production method of same. 
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(57) Abrege : Lapresente invention se rapporte a un agencement (100) comportant un composant optique actif (20) electriquement 
connect^ a une carte electronique flexible (10), le composant optique actif etant destin£ a etre align6 avec un systeme optique (30). 
La carte electronique selon l'invention est un circuit flexible a haute density dMnterconnexions, dit circuit flexible HDI, dont la face 
longitudinale supdrieure comprend une plage mStallique de brasure (6) en contact avec une piste de transmission hyperfrequences du 
circuit flexible HDL Le composant optique actif selon l'invention comprend sur Tune de ses faces, dite de contact (20a), une plage 
m£tallique de contact coincidant directement avec la plage m&allique de brasure (6) par retournement dudit composant optique actif 
sur le circuit flexible HDI. L'invention se rapporte egalement a un equipement optoSlectronique contenant un tel agencement ainsi 
qu'a leur procecte de fabrication. 
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AGENCEMENT COMPORTANT UN COMPOSANT OPTIQUE ACTIF 
ELECTRIQUEMENT CONNECTE A UNE CARTE ELECTRONIQUE. 
EQUIPEMENT OPTOELECTRONIQUE ET LEUR PROCEDE DE 
FABRICATION 

5 La presente invention concerne le domaine de I'optoelectronique et 

plus precisement se rapporte a un agencement comportant un composant 
optique actif electriquement connecte a une carte electronique, un 
equipernent opto6lectronique muni d'un boTtier comportant un tel 
agencement ainsi qu'a leur procede de fabrication. 

10 De maniere connue, les signaux optiques numeriques porteurs 

d'informations sont g§neralement sous forme d'une onde porteuse optique 
modulee en amplitude et/ou en phase a une frequence de plus en plus 
elevee, actuellement de I'ordre de 10 GHz. 

Dans les equipements optoelectroniques emetteurs de tels signaux 

15 optiques modules, un composant optique actif tel qu'un laser regoit d'une 
part d'un driver des signaux electriques hyperfrequences utiles pour la 
modulation et d J autre part est couple optiquement a un systeme optique 
passif comprenant, par exemple, des moyens de guidage tels qu'une fibre 
optique, eventuellement associes a d'autres moyens optiques (lentille de 

20 collimation, isolateur optique etc). 

Dans les equipements optoelectroniques recepteurs, un composant 
optique actif tel qu'une photodiode regoit les signaux optiques modules d'un 
systeme optique le plus souvent passif et delivre en sortie les signaux 
electriques hyperfrequences utiles generalement injectes dans un 

25 preamplificateur electrique relie a un connecteur hyperfrequences. 

Le composant optique actif emetteur ou recepteur et les elements du 
systeme optique assocte sont alignes les uns par rapport aux autres pendant 
leur installation. Soumis ensuite a des variations de temperature importantes, 
ces composants optiques doivent tenir les contraintes mecaniques pour 

30 eviter un desalignement et maintenir un bon couplage. 
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Par ailleurs, ces equipements opto6Iectroniques emetteurs ou 
recepteurs sont dans des boitiers de plus en plus compacts, pour un souci 
d'integration. Dans ces boTtiers, le composant optique actif est dispose et 
electriquement connecte via des fils d'or sur une embase, typiquement en 
5 ceramique, cet assemblage etant dispose et electriquement connecte via des 
fils d'or sur un support approprie de type carte electronique qui assure les 
interconnexions. 

La demande de brevet EP 1 154 298 propose un agencement 
comportant une photodiode dont la surface photosensible situee sur Tune 

10 des faces est attachee directement a une extremite d'une fibre optique au 
moyen d'un adhesif optiquement transparent. Le joint adhesif represente 
ainsi la seule fixation mecanique de la photodiode de sorte que ce dispositif 
ne necessite pas I'utilisation d'embase, ce qui reduit done le nombre de 
pieces utilisees. Un tel agencement vise a reduire le desalignement de la 

15 fibre optique et de la photodiode Tune par rapport a I'autre. Des fils d'or 
assurent les interconnexions entre la photodiode, la carte electronique et un 
preamplificateur electrique. 

La qualite des interconnexions est primordiale pour les applications 
hyperfrequences et I'emploi de fils d'interconnexion n'est pas souhaitable. En 

20 effet, leur impedance est difficilement adaptable dans cette gamme de 
frequences elevees car cela implique de minimiser drastiquement leurs 
longueurs. 

En outre, les contacts par soudure de chacun de ces fils 
d'interconnexion sont delicats & realiser: une telle operation est manuelle, 
25 peu fiable et ne peut permettre d'atteindre des cadences industrielles 
elevees et done constitue une operation couteuse. 

Le document US 6 164 838 A propose un agencement comportant, 
dans le huitieme mode de realisation presente en figure 17, un agencement 
comportant un module a photodiode Electriquement connecte a une carte 
30 electronique par Tintermediaire de trois pattes et relie par une ferule a une 
extremite d'une fibre optique encastrable. 
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La carte electronique est un circuit flexible dit « FPC » a 
multicouches, choisi pour reduire les contraintes apparaissant lors de 
rattachement ou du detachement de I'agencement de son environnement 
par exemple un ordinateur. Aussi, la gestion des contraintes est possible. 
5 Toutefois la qualite des interconnexions reste insuffisante. En outre, 

Tagencement propose non seulement n'est pas performant a haut debit mais 
est complique a realiser, peu integrable et onereux. 

Un objet de la presente invention est de fournir un agencement 
simple, compact et peu onereux comportant un composant optique actif 
10 electriquement connecte a une carte Electronique et destine a etre aligne 
optiquement avec un systeme optique. Cet agencement doit etre adapts pour 
les hauts debits et libere des contraintes mecaniques. 

La presente invention vise egalement a fournir un equipement 
optoelectronique simple, compact et peu onereux muni d'un boTtier 
15 comportant un composant optique actif electriquement connecte a une carte 
electronique et aligne optiquement avec un systeme optique. Cet equipement 
doit etre performant a haut debit et peu sensible aux fluctuations thermiques 
pour maintenir Talignement optique. 

La presente invention vise enfin a fournir un procede de fabrication 
20 de cet agencement et de cet equipement qui soit simple, rapide, peu 
onereux, permettant un assemblage precis et automatisable, en d'autres 
termes ais6ment compatible avec les exigences industrielles. 

A cet effet, la presente invention propose un agencement comportant 
un composant optique actif electriquement connecte a une carte electronique 
25 flexible, le composant optique actif etant destine a etre aligne avec un 
systeme optique, 

caracterise en ce que la carte electronique est un circuit flexible a haute 
densite d'interconnexions, dit circuit flexible HDI, dont la face longitudinale 
superieure comprend une plage metallique de brasure en contact avec une 
30 piste de transmission hyperfrequences du circuit flexible HDI, 

et en ce que le composant optique actif comprend sur Tune de ses faces, dite 
de contact, une plage metallique de contact coTncidant directement avec la 
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plage metallique de brasure par retournement dudit composant optique actif 

sur le circuit flexible HDI. 

Par circuit flexible on entend une carte electronique d6formable, et 

done apte a relaxer les contraintes mecaniques et meme a miniaturiser 
5 I'agencement (par pliages etc). De tels avantages ne sont pas fournis par les 

cartes electronique rigides ou semi-rigides classiquement utilisees dans les 

equipements optoelectroniques. 

Par ailleurs, par circuit HDI, on entend une carte electronique a 

circuit d'interconnexions en couches minces eventuellement gravees. Par 
10 cette technologie, les zones isolantes entre la ou les pistes de transmission 

des signaux 6lectriques utiles et les zones de masses peuvent etre r§duites 

et controlees pour les applications en hyperfrequences de meme que les 

largeurs des pistes. Ces pistes sont done compatibles avec les 

hyperfrequences et permettent aisement d'aboutir a une adaptation 
15 d'impedances. 

Des circuits flexibles HDI (de Panglais High Density Interconnection 

Flex Circuit) sont deja commercialises et utilises dans les domaines tels que 

la telephonie mobile ou le medical. Dans ces domaines, les composants 

electroniques sont principalement assembles par collage. 
20 Le circuit flexible HDI selon Tinvention a un design adapte pour les 

hyperfrequences et supporte un composant optique actif retourne (report 

'flip-chip') et assemble par brasure. 

Ce maintien direct par brasure et de type 'flip-chip' presente de 

multiples avantages tant au niveau du gain en performances qu'au niveau de 
25 son cout. Cela evite I'utilisation d'embase et des fits d'interconnexion et 

permet un positionnement precis du composant optique actif. Cela peut aussi 

faciliter son alignement avec le systeme optique. 

Dans un maintien direct par collage, la colle peut s'6taler et creer des 

courts circuits. Dans un maintien direct par thermo compression, Telement 
30 optique actif peut casser sous Teffet de la pression exercee ou etre deteriore 

par les hautes temperatures. Tous ces inconvenients sont evites par la 

solution de Tinvention. 
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Le circuit flexible HDI selon 1'invention comprenant done une plage 
metallique de brasure est done apte a supporter les conditions de depot de 
metal de brasure ainsi que les conditions de report du composant optique 
actif a la temperature de fusion du m6tal pendant quelques secondes. 
5 Le metal de brasure peut par exemple etre un alliage d'or §tain qui 

presente un point de fusion compris entre 250°C et 300°C ou d'etain plomb. 
Le metal de contact quant a lui peut etre de Tor. 

Avantageusement, la plage metallique de brasure peut comprendre 
un reseau de plots metalliques de brasure dont le diametre est de I'ordre de 
10 30 pm. 

Des plots de si petit diametre ne peuvent etre realises avec de la 
colle or ces tailles reduites permettent de limiter les capacites parasites. 

Dans un mode de realisation prefer^, la face longitudinale superieure 
du circuit flexible HDI comprend une zone d'isolation electrique sensiblement 
15 en anneau autour de Tune des extremes de la piste de transmission 
hyperfrequences et se prolongeant par une zone d'isolation electrique 
evasee. Et dans ce mode, I'un des plots metalliques de brasure, dit plot 
central, est dispose sur cette extremite de piste et les autres plots 
metalliques de brasure sont repartis sensiblement en demi-cercle(s) sur une 
20 zone conductrice de masse, au voisinage du bord de ladite zone d'isolation 
Electrique en anneau. 

Ces formes particulieres pour les zones d'isolation electrique - 
typiquernent interstices d'air - permettent d'eloigner le signal 
hyperfrequences de la masse au niveau du composant optique actif tel 
25 qu'une photodiode pour optimiser ses performances (design « microstrip »). 

Dans ce dernier mode de realisation, la zone d'isolation electrique 
evasee peut deboucher sur une zone d'isolation electrique retrecie. 

Ce design de type coplanaire est prevu pour rapprocher la masse 
des signaux hyperfrequences utiles en particulier vers I'entree d'un 
30 composant electronique actif monte sur le circuit flexible HDL 

De preference, le composant optique actif peut etre choisi parmi une 
photodiode apte £ recevoir des signaux optiques modules par la face 
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longitudinale dite receptrice parallele a la face de contact, et un laser apte a 
delivrer des signaux optiques modules par la face longitudinale dite 
emettrice, parallele a la face de contact. 

Dans un mode de realisation avantageux, la face longitudinale 
5 superieure du circuit flexible HDI comprend une autre plage metallique de 
brasure, ladite autre plage etant en contact avec I'une des extremites de la 
piste de transmission hyperfrequences et avec une autre piste de 
transmission hyperfrequences du circuit flexible HDI. Dans ce mode de 
realisation, I'agencement comprend egalement un composant electronique 

10 actif ayant sur I'une de ses faces dite de contact une plage metallique de 
contact coincidant directement avec ladite autre plage metallique de brasure 
par retournement du composant electronique actif sur le circuit flexible HDI. 

Le composant electronique actif peut etre par exemple un 
preamplificateur ou un driver. 

15 La presente invention propose aussi un equipement 

opto^lectronique muni d'un boTtier et qui comprend I'agencement tel que 
decrit precedemment ainsi qu'un systeme optique aligne avec le composant 
optique actif, I'agencement et le systeme optique etant maintenus dans le 
boTtier. 

20 Lorsque le composant optique actif est choisi parmi ladite photodiode 

et ledit laser, le circuit flexible HDI est coude et la face longitudinale 
superieure comprend une premiere partie en regard du fond du boTtier 
prolongee par une deuxieme partie contenant ladite plage de brasure en 
regard de I'une des faces laterales transversales du boTtier. 

25 Ce montage particulier permet de recevoir a I'entree du boTtier des 

signaux optiques modules se propageant sensiblement parallelement au 
fond du boTtier et d'emettre en sortie des signaux electriques 
hyperfrequences se propageant sensiblement dans le meme plan. 

LLa face receptrice du composant optique actif peut etre attachee 

30 par un adhesif transparent optiquement a une extremite d'une fibre optique 
solidaire de ladite face laterale transversale du boTtier, de facon a faciliter le 
maintien d'un bon alignement optique. 
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La presente invention propose enfin un procede de fabrication d'un 
agencement tel que d§crit prec6demment, 
caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- une etape de formation de la plage metallique de brasure du circuit flexible 
5 HDI par depot de type physique en phase vapeur, 

- une etape de formation de la plage metallique de contact du composant 
optique actif, 

- une etape de montage par retournement et par brasure du composant 
optique actif sur le circuit flexible HDI. 

10 Le depot physique en phase vapeur est typiquement de la 

pulverisation cathodique ou de Evaporation sous vide. 

L'etape de montage selon Invention est rapide, automatisable et 
conduit a une positionnement precis du composant optique actif. 

Le procede de fabrication peut comprendre les etapes suivantes : 
15 - une etape de formation de I'autre plage metallique de brasure du circuit 
flexible HDI par depot de type physique en phase vapeur, 

- une etape de formation de la plage metallique de contact du composant 
electronique actif, 

- une etape de montage par retournement et par brasure du composant 
20 electronique actif sur le circuit flexible HDI. 

La presente invention propose enfin un procede de fabrication d'un 
equipement opto6lectronique tel que d6crit precedemment caracterise en ce 
gull comprend ies etapes de fabrication d'un agencement deja decrites et en 
ce gull comprend une etape de maintien de I'agencement et du systeme 
25 optique dans ledit boTtier incluant le coudage du circuit flexible HDI. 

Lorsque I'equipement optoelectronique est congu pour comprendre 
une fibre optique attachee au composant optique actif, l'etape de maintien de 
I'agencement et de la fibre optique dans le boTtier inclut : 

- le collage de la fibre optique dans Tune des faces laterales transversales 
30 et le collage du composant electronique actif dans le fond du boTtier, 

- la soudure de I'extremite du circuit flexible HDI sur une interconnexion 
disposee au niveau de I'autre des faces laterales transversales du boTtier. 
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Les particularities et avantages de invention apparaTtront clairement a 
la lecture de la description qui suit, faite a titre d'exemple illustratif et non 
limitatif et faite en reference aux figures annex6es dans lesquelles : 

• la figure 1 represente schematiquement une vue de dessus d'un 
5 circuit flexible HDI conforme a ['invention, 

• la figure 2, represente schematiquement une vue de dessous du 
circuit flexible HDI de la figure 1, 

• la figure 3, illustre schematiquement I'etape de montage par 
retournement d'un composant optique actif sur le circuit HDI 

1 0 flexible de la figure 1 , 

• la figure 4 represente schematiquement une vue de cote et 
longitudinale d'un module optoelectronique comportant le circuit 
flexible HDI, le composant optique actif de la figure 3 et un 
composant electronique actif, lesquels sont montes par 

15 retournement et par brasure selon un mode de realisation prefere 

de Tinvention, 

• la figure 5 represente schematiquement une vue de cote et en 
coupe longitudinale d'un 6quipement optoelectronique muni d'un 
boTtier incorporant le module de la figure 4, 

20 • la figure 6 represente schematiquement une vue de dessus, sans 

le couvercle du boTtier, de I'equipement optoelectronique de la 
figure 5. 

La figure 1 represente schematiquement une vue de dessus d'un 
circuit flexible HDI 10 correspondant a une carte electronique conforme & 
25 Tinvention. 

Le circuit flexible HDI 10 comprend une face longitudinale superieure 
10a destinee a recevoir un composant optique actif (comme indique par le 
rectangle en pointille X) par exemple recepteur tel qu'une photodiode, et un 
composant electronique actif (comme indique par le rectangle en pointille X') 
30 par exemple un preamplificateur. 
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Le circuit flexible HDI 10 est compose d'un substrat isolant 1 en 
polyimide par exemple epais de 15 urn environ. Ce substrat 1 est recouvert 
d'une multicouche metallique 2 composee dans cet ordre d'une couche en 
cuivre (non visible) d'epaisseur entre 1 a 20 urn et par exemple egale a 
5 7 urn, d'une couche de nickel (non visible) d'epaisseur environ egale a 
1,5 urn et d'une couche d'or d'epaisseur entre 0,3 a 1,5 urn. 

Ces couches minces metalliques sont deposees par les techniques 
de depot classiques (par pulverisation cathodique ou par Evaporation). Par 
un systeme de masquage et de gravure chimique, la multicouche 2 va former 

10 des masses et des pistes de transmission hyperfrequences ainsi que les 
pistes d'alimentation electrique du preamplificateur. En cas de besoin, la 
multicouche peut aussi etre utilisSe pour former des capacites, des 
resistances et des inductances. 

Plus precisement, la face longitudinale superieure 10a comporte une 

15 piste de transmission hyperfrequences dite piste HF d'entree 3 pour la 
propagation des signaux hyperfrequences utiles a 10 GHz entre la 
photodiode et le preamplificateur. La largeur de la piste HF d'entree 3 est 
reduite au voisinage de la photodiode puis s'elargit. 

La piste HF d'entree 3 est separee de la masse dite d'entree 4 par 

20 une zone d'isolation electrique 5 sous forme d'un espace vide au-dessus du 
substrat en polyimide 1 et principalement en trois parties 51, 52, 53. La 
premiere partie 51 situee au voisinage de I'extremite d'entree de la piste HF 
d'entree 4 (cote photodiode) est sensiblement en forme d'anneau et 
debouche sur une deuxieme partie evasee 52 formee de deux ailettes 52a, 

25 52b de part et d'autre de la piste HF d'entree 3. Les ailettes debouchent sur 
une troisieme partie 53 formee de deux rectangles 53a, 53b. 

Pour des performances HF optimisees a 10 GHz, I'anneau 51 et les 
ailettes 52a, 52b ont une largeur de I'ordre de 100 urn et de 200 urn 
respectivement, et les rectangles 53a, 53b ont une largeur inferieure ou 

30 §gale a 50 pm et de preference inferieure ou egale a 20 pm. De meme, la 
piste HF d'entree 3 a une largeur de I'ordre de 300 pm. La figure 1, 
schematique, n'est pas a I'echelle. 



WO 2004/019097 

10 

Au niveau de la zone prevue X prevue pour le montage de la 
photodiode, la face longitudinale superieure 10a comprend une plage 
metallique de brasure sous forme d'un reseau 6 de plots de brasure a base 
circulaire (de type bosse ou bump en anglais) en un alliage d'or etain de 
5 preference et de diametre de I'ordre de 30 pm de preference. Un plot central 
61 est dispose sur I'extremite de la piste HF d'entree 3 et les autre plots de 
brasure 62 sont repartis sensiblement en deux demi-cercles sur la masse 
d'entree 4, au voisinage du bord de I'espace en anneau 51. 

Au niveau de la zone prevue X' prevue pour le montage du 

10 preamplificateur, la face longitudinale superieure 10a comprend une autre 
plage metallique de brasure 7 sous forme d'un reseau de plots de brasure a 
base carree et en un alliage d'or etain de preference. 

Trois plots d'entree 71 a 73 sont disposes au dessus des extremites 
de sortie de la piste HF d'entree 3 et de la masse d'entree 4. 

15 Par exemple, six plots 7a a 7f sont respectivement disposes sur les 

extremites d'entree de six pistes d'alimentation electrique basses frequences 
dites pistes BF 8a a 8f qui s'etendent lateralement. Trois plots de sortie 71' a 
73' sont disposes sur les extremites d'entree de la piste de transmission 
hyperfrequences de sortie 3' des signaux HF utiles amplifies et de deux 

20 pistes de masse 4', 4" de part et d'autre de cette piste HF de sortie 3'. Les 
extremites de sortie des six pistes BF 8a a 8f sont des languettes a 
connecter qui ne reposent pas sur le substrat 1 . 

Le nombre de plots de brasure pour I'alimentation electrique et leurs 
repartitions depend du composant electronique actif a monter de meme que 

25 le nombre de pistes BF. En outre, des capacites de decouplage peuvent etre 
realisees. 

De meme, les extremites des pistes de masse et de sortie HF 4', 4", 
3' sont des languettes a connecter 9 ne reposant pas sur le substrat 1 . 

Les plages de brasure 6, 7 ont ete formees par depot physique en 
30 phase vapeur sur de For et par masquage. 

La figure 2, represente schematiquement une vue de dessous du 
circuit flexible HDI 10 montrant la face longitudinale inferieure 10b en 
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polyimide 1 , les extremites sous forme de languettes de connexion 9 de la 
piste HF de sortie 3' et des pistes de masse 4', 4" et les extremites de sortie 
des pistes BF 8a a 8f . 

La figure 3 illustre schematiquement Tetape de montage par 
5 retournement d'une photodiode 20 sur la face longitudinale superieure 10a 
du circuit flexible HDI 10. 

La face longitudinale de contact 20a de la photodiode 20 est munie 
d'une plage metallique de contact 21 sous forme d'un reseau de contacts en 
or de type cylindrique, comprenant un contact central 211 et de contacts 212 
10 en deux demi-cercles pour coYncider avec le reseau des plots de brasure 6 
lors du retournement (symbolist par la fleche F). Ensuite, la brasure est 
realisee pour fixer la photodiode 20. 

La photodiode 20 est de type a illumination par la surface : elle regoit 
des signaux optiques modules par la face longitudinale receptrice 20b 
15 parallele a la face de contact 20a. 

La figure 4 represente schematiquement une vue de cote et 
longitudinale d'un module optoelectronique 200 comportant un agencement 
100 comprenant le circuit flexible HDI 10, la photodiode 20 et un 
preamplificateur 50, lesquels sont months par retournement et par brasure 
20 dans un mode de realisation prefere de invention. 

Le preamplificateur 50 comporte sur une face longitudinale de 
contact 50a une plage de contact metallique (non representee) sous forme 
d'un reseau de contacts carres en or disposes sur les plots de brasure du 
support 73, 7d, 7e, 7f, 73' eux memes sur la couche d'or de la multicouche 
25 metallique 2. 

La face receptrice 20b de la photodiode 20, parallele a la face de 
contact 20a, est attach6e a une extremite d'une fibre optique 30 par un 
adhesif transparent optiquement 40. La fibre optique 30 et la photodiode 20 
sont alignes I'une par rapport a I'autre pour un couplage optimum. 
30 La figure 5 represente schematiquement une vue de cote et en 

coupe longitudinale d'un equipement optoelectronique 300 recepteur de 
signaux optiques modules et muni d'un boitier 60 incorporant le module 200. 
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Le boTtier 60 est compose d'un fond de boTtier 61 et d'un couvercle 
64 et de deux faces laterales transversales d'entree et de sortie 62, 63. La 
face laterale d'entree 62 regoit la fibre optique 30 maintenue par une colle 31 
ou, dans une variante, par une brasure. La face laterale de sortie 63 
5 accueille des inserts isolants 81, 82 ainsi qu'une couche d 'interconnexion en 
or 83 en contact par soudure avec la languette 9 et en contact avec des 
broches de sortie 84. 

Apres montage et maintien du module 200, le circuit flexible HDI 10 
presente un coude 111 de sorte que la face longitudinale superieure 10a 
10 comprend une premiere partie relative au composant electronique actif en 
regard du fond du boTtier 61, pro!ong6e par une deuxfeme partie relative au 
composant optique actif en regard de la face laterale transversale d'entree 
62. En outre, du cote du face laterale transversale de sortie 63, le circuit 
flexible HDI 10 presente par exemple un deuxieme coude 112 prevu pour 
15 s'adapter a la hauteur des inserts 81 , 82. 

Lorsque le boTtier 60 et la fibre optique 30 se dilatent ou se. 
contractent du fait des variations de temperature, le circuit flexible HDI va se 
deformer en consequence (comme symbolise par la fleche J) ce qui 
empeche ia fibre de casser. 
20 La face longitudinale 50b du preamplificateur 50 qui est parallele a la 

face de contact 50a, est fixee au fond du boTtier 61 au moyen d'une colle 51, 
pour reduire les dissipations thermiques. 

La figure 6 represente une vue de dessus, sans le couvercle du 
boTtier 60, de I'equipement optoelectronique recepteur 300 mettant en 
25 evidence la connexions des extremites de sortie des pistes BF 8a a 8f sur 
des inserts 85, 86 au niveau des faces transversales longitudinales 65, 66. 

L'equipement optoelectronique recepteur 300 sans fil 
d'interconnexion ni embase est adapte pour les hyperfrequences, peu 
onereux, facile a fabriquer et compact. Cet equipement n'est pas soumis a 
30 des contraintes mecaniques elevees. 

Dans une premiere variante de ce mode de realisation prefere, on 
peut remplacer la photodiode par un laser, par exemple & Emission par la 
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surface, et le preamplificateur par un driver pour fabriquer un equipement 
optoelectronique emetteur. Dans ce cas, des moyens classiques de controle 
de la temperature du laser peuvent etre ajoutes. 

Dans une deuxieme variante de ce mode de realisation prefere, le 
5 circuit flexible HDI selon Pinvention peut comprendre un empilement 
compose de plusieurs multicouches metalliques telles que la multicouche 2 
separees par plusieurs substrats isolants en polyimide par exemple epais de 
7 pm tel que le substrat 1, ces differentes multicouches metalliques pouvant 
etre interconnects par I'intermediaire de trous metallises (via holes en 
10 anglais ) realises dans les uns et/ou les autres substrats isolants. 

Bien entendu, Tinvention n'est pas limitee au mode de realisation qui 
vient d'etre decrit. 

L'emploi d'un composant electronique actif n'est pas toujours 
necessaire. 

15 Le systeme optique aligne avec la photodiode ou tout autre 

composant optique actif peut etre compose d'autres moyens que la fibre 
optique (microsysteme electro opto mecanique, lentilles, isolateurs, 
attenuateur optique variable...). 

Uinvention permet aussi de concevoir des 6quipements fonctionnant 
20 a des frequences superieures a 10 GHz par exemple de I'ordre de 40 GHz. 

Enfin, on pourra remplacer tout moyen par un moyen equivalent sans 
sortir du cadre de Nnvention. 
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REVENDICATIONS 

1. Agencement (100) comportant un composant optique actif (20) 
electriquement connecte a une carte 6lectronique flexible (10), le 
composant optique actif 6tant destine a etre aligne avec un systeme 
5 optique, 

caracterise en ce que la carte electronique est un circuit flexible a haute 
densite d'interconnexions, dit circuit flexible HDI, dont la face 
longitudinale superieure (10a) comprend une plage metallique de 
brasure (6) en contact avec une piste de transmission hyperfrequences 

10 (3) du circuit flexible HDI, 

et en ce que le composant optique actif comprend sur Tune de ses 
faces (20a), dite de contact, une plage metallique de contact (21) 
comcidant directement avec la plage metallique de brasure par 
retournement dudit composant optique actif sur le circuit flexible HDL 

15 2. Agencement (100) selon la revendication 1 caracterise en ce que la 
plage metallique de brasure (6) comprend un reseau de plots 
metalliques de brasure (61, 62) dont le diametre est de I'ordre de 
30 (jm. 

3. Agencement (100) selon la revendication 2 caracterise en ce que la 
20 face longitudinale superieure (10a) du circuit flexible HDI (10) comprend 

une zone desolation electrique (51) sensiblement en anneau autour de 
Tune des extr§mites de la piste de transmission hyperfrequences (3) et 
se prolongeant par une zone d'isolation electrique evasee (52) et en ce 
que Tun desdits plots metalliques de brasure, dit plot central (61), est 
25 dispose sur ladite extremite et les autres plots metalliques de brasure 

(62) sont repartis sensiblement en demi-cercle(s) sur une zone 
conductrice de masse (4), au voisinage du bord de ladite zone 
d'isolation electrique en anneau. 

4. Agencement (100) selon la revendication 3 caracteris6 en ce que la 
30 zone d'isolation electrique evasee (52) debouche sur une zone 

d'isolation electrique retrecie (53). 
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5. Agencement (100) selon I'une des revendications 1 a 4 caracterise en 
ce que le composant optique actif est choisi parmi une photodiode (20) 
apte a recevoir des signaux optiques modules par la face longitudinale 
(20b) dite receptrice parallele a la face de contact (20a), et un laser 

5 apte a delivrer des signaux optiques modules par la face longitudinale 

dite emettrice parallele a la face de contact. 

6. Agencement (100) selon Tune des revendications 1 a 5 caracterise en 
ce que la face longitudinale superieure (10a) du circuit flexible HDI (10) 
comprend une autre plage metallique de brasure (7), ladite autre plage 

10 etant en contact avec une extremite de la piste de transmission 

hyperfrequences (3) et avec une autre piste de transmission 
hyperfrequences (3') du circuit flexible HDI (10) et en ce ou'il comprend 
un composant 6lectronique actif (50) ayant sur Tune de ses faces dite 
de contact (50a) une plage metallique de contact comcidant 

15 directement avec ladite autre plage metallique de brasure par 

retournement du composant electronique actif sur le circuit flexible HDI. 

7. Equipement optoelectronique (300) muni d'un boitier (60) caracterise 
en ce qu'il c omprend I'agencement (100) selon I'une des revendications 
1 a 6 et un systeme optique (30) aligne avec le composant optique actif 

20 (20), I'agencement et le systeme optique 6tant maintenus dans le 

boTtier. 

8. Equipement optoelectronique (300) selon la revendication 7 caracterise 
en ce que, lorsque le composant optique actif (20) est choisi parmi 
ladite photodiode et ledit laser, le circuit flexible HDI (10) est coude et la 

25 face longitudinale superieure (10a) comprend une premiere partie en 

regard du fond du boTtier (61), prolongee par une deuxidme partie 
contenant ladite plage de brasure (6) en regard de I'une des faces 
laterales transversales (62) du boTtier. 

9. Equipement optoelectronique (300) selon la revendication 8 caracterise 
30 en ce que la face receptrice (20b) du composant optique actif (20) est 

attachee par un adhSsif transparent optiquement (40) a une extremite 
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d'une fibre optique (30) solidaire de ladite face laterale transversale (62) 
du boTtier. 

10. Procede de fabrication d'un agencement (100) selon I'une des 
revendications 1 a 6 caracteris6 en ce qu'il comprend les etapes 

5 suivantes : 

- une etape de formation de la plage metallique de brasure (6) du 
circuit flexible HDI (10) par depot de type physique en phase 
vapeur, 

- une etape de formation de la plage metallique de contact (21) du 
1 0 composant optique actif (20), 

- une 6tape de montage par retournement et par brasure du 
composant optique actif (20) sur le circuit flexible HDI. 

11. Procede de fabrication d'un agencement (100) selon la revendication 
10 caracterise en ce gull comprend les etapes suivantes : 

15 - une etape de formation de I'autre plage metallique de brasure (7) du 

circuit flexible HDI (10) par depot de type physique en phase 
vapeur, 

- une etape de formation de la plage metallique de contact du 
composant electronique actif (50), 

20 - une etape de montage par retournement et par brasure du 

composant electronique actif sur le circuit flexible HDI. 

12. Procede de fabrication d'un equipement optoelectronique (300) selon 
Tune des revendications 8 ou 9 caracterise en ce qu'il comprend les 
Stapes de fabrication d'un agencement (100) selon I'une des 

25 revendications 10 ou 11 et en ce qu'il comprend une etape de maintien 

de I'agencement et du systeme optique dans ledit boTtier incluant le 
coudage du circuit flexible HDI (10). 

13. Procede de fabrication d'un equipement optoelectronique (300) selon la 
revendication 12 caracterise en ce que, le systeme optique comportant 

30 une fibre optique (30), Petape de maintien de I'agencement et de la 

fibre optique dans le boTtier inclut : 
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- !e collage de la fibre optique dans I'une des faces laterales 
transversales (62) et le collage du composant electronique actif (50) 
dans le fond du boTtier (61), 

- la soudure de i'extremite du circuit flexible HDI (10) sur une 
5 interconnexion disposee au niveau de I'autre des faces laterales 

transversales du boTtier (63). 
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